
Product Detail
Part Number L W H Wick 

Type
Working  

Fluid
Temp

Range (°C)
QT 

(w.m)
Leff 

(mm)
Qmax 
(W)

Leff 
(mm)

Qmax 
(W)

Leff 
(mm)

Qmax 
(W)

SUGGESTED MINIMUM BEND  
RADIUS ON ATS HEAT PIPES

HEAT PIPE JOINING TECHNIQUES

1) For small batches/prototypes, heat pipes  

can be joined to heat sinks or other pieces  

with thermal epoxy. 

2) For optimal results, heat pipes should  

be soldered using low temperature solder  

at temperatures above 139°C but no  

greater than 250°C.

Heat Pipe  
Diameter in mm

Minimum Bend 
Radius in mm

4 12

5 15

6 18

7 21

8 24

Flat Heat Pipe
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For Illustration Purposes ONLY.

ATS Part#: 
Description: Closed evaporator-condenser heat transfer systems.  
A heat pipe’s wick structure and embedded liquid enables it to  
produce a very high heat flux transport capability, which can be  
10-20 times higher than the equivalent diameter solid copper pipe.  
Flat heat pipes are easier to attach to heat dissipating components.

Features & Benefits
»  Tube material: copper
»  Wick structures: grooved or sintered copper powder
»  High thermal conductivity
»  Light weight
»  Fast thermal response

Applications for Heat Pipes
»  Compact Electronics Enclosures
»  Aerospace
»  Medical
»  Consumer Electronics
»  HVAC

PRODUCT SPECIFICATIONS
L=Length (mm);  W=Width (mm);  H=Height (mm);   WT=Wick Type (S=Sintered, G=Grooved);  WF=Working Fluid;  TR= Temperature Range (°C)

For further technical information, please contact Advanced Thermal Solutions, Inc.  
by phone: 1-781-769-2800, email ats-hq@qats.com or visit www.qats.com.

Qmax = X 1000
Qt

Leff

Leff = L-(Le+ Lc)/2 

Heat Pipe
Width

(H)  ±0.5mm
Heat Pipe Height

(L)  ±2.0%
Heat Pipe Length

(W)  ±0.5mm

Heat Pipe
Width

(H)  ±0.5mm
Heat Pipe Height

(L)  ±2.0%
Heat Pipe Length

(W)  ±0.5mm

Lc 
Condenser

insertion length

Evaporator
block

Semiconductor

Heat sinkLeff

Le 
Evaporator

insertion length

ATS-HP-F6L350S12W-273

ATS-HP-F6L350S12W-273 350 8.13 2.8 Sintered Distilled H2O 30-120 3.26 210 15.5 262.5 12.4 315 10.3
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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